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1、 行业
加强商务和金融协同，更大力度提振消费
12月15日，商务部、央行、金融监管总局发布《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》，针对深化商务和金融系统协作、加大消费重点领域金融支持、扩大政金企对接合作三个方面，提出11项具体举措。其中提到，鼓励有条件的地方运用数字人民币智能合约红包提升促消费政策实施质效，加快推动个人消费贷款业务发展，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，用好用足服务消费与养老再贷款，积极探索金融支持首发经济、“人工智能+消费”、“IP+消费”等新业态新模式，鼓励商家、平台发放消费券，提供更多低息、免息分期等优惠。(央视财经)

国家发展改革委等多个部门开列2026年重点任务清单
12月15日，据经济参考报，近日，国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国务院国资委等多个部门密集开展部署，贯彻落实中央经济工作会议精神，开列2026年重点任务清单。围绕提振消费、推动投资止跌回稳、培育壮大新动能等，明年将有更多增量政策根据形势变化出台。其中，将加快出台实施首发经济、赛事经济、电子商务、“人工智能+消费”等领域提振消费的政策；适当增加中央预算内投资规模，靠前实施具备条件的“十五五”重大项目。与此同时，还要积极稳妥化解重点领域风险。(第一财经)

中国信通院：到2035年6G有望形成，万亿级产业及应用市场
12月15日，《经济参考报》记者从日前举行的“2026中国信通院深度观察报告会”上获悉，根据中国信通院的研究显示，我国正积极推进6G创新发展，预计于2030年左右启动商业应用，到2035年将实现6G规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。6G即第六代移动通信，是新一代智能化综合性数字信息基础设施，将实现通信、感知、计算、智能等深度融合。(新华社)


2、 市场
11月份全国规模以上工业增加值同比增长4.8%
12月16日，据商务部，中国11月经济“成绩单”出炉。国家统计局公布数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，服务业生产指数同比增长4.2%，社会消费品零售总额同比增长1.3%。1-11月份，全国固定资产投资同比下降2.6%，其中，制造业投资增长1.9%，房地产开发投资下降15.9%。11月全国城镇调查失业率持平于5.1%。(商务部)

2025年，全国发电总装机同比增长14%
12月15日，2026年全国能源工作会议在北京召开。会议强调，2026年能源工作要扎实推进能源绿色低碳转型。持续提高新能源供给比重，全年新增风电、太阳能发电装机2亿千瓦以上，有序推进重大水电项目，积极安全有序发展核电，加强化石能源清洁高效利用。会议透露，2025年，全国发电总装机同比增长14%，全社会用电量预计首超10万亿千瓦时，油、气产量双创历史新高。（新华社）

工信部公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可
12月15日，工信部公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，长安深蓝SL03和北汽极狐阿尔法S成功入围，将分别在重庆指定拥堵路段和北京指定高速路段开展上路试点。这标志着我国L3级自动驾驶正式从测试阶段迈出商业化应用的关键一步。两款车型分别搭载长安自研“天枢智能”辅助驾驶系统和华为ADS智能驾驶系统。（工信微报）

SEMI：2027年全球半导体设备销售额预计达1560亿美元 创历史新高
12月16日，国际半导体产业协会（SEMI）在发布《年终总半导体设备预测报告》。报告显示，2025年全球原始设备制造商（OEM）的半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高；2026年、2027年有望继续攀升至1450亿和1560亿美元。增长主要由人工智能相关投资拉动，涵盖先进逻辑、存储及先进封装技术。（证券时报）

3、 企业
苹果考虑在印度封装iPhone芯片
12月17日，据外媒报道，苹果公司正在与印度芯片制造商进行初步商谈，计划为其 iPhone组装并封装零部件。此前，苹果与印度的工业合作主要集中在iPhone、AirPods等终端产品的最终组装环节。而最新的谈判进展表明，苹果在印度的布局可能从现有的终端产品组装，进一步向上游延伸至更复杂的半导体封装领域。(智通财经)

日本凸版印刷提升人工智能芯片用FC-BGA基板产能
12月17日，总部位于东京的凸版印刷株式会社（Toppan Inc.，凸版控股株式会社的子公司）已在日本新潟工厂建成一条用于生产先进倒装芯片球栅阵列（FC-BGA）基板的新生产线，目标是在本财年末实现量产。根据该公司于2025年12月17日发布的新闻稿，此举是该公司为应对数据中心、边缘计算和人工智能工作负载推动的高密度半导体封装需求增长而采取的战略举措之一。（WIND）

鹏鼎控股：43亿增资泰国园区
12月15日，据鹏鼎控股发布对外投资计划，2026年向泰国基地投资43亿元（自有或自筹资金），用于建设生产厂房及配套设施，并同步布局高阶HDI（含SLP）、HLC等产品产能，为快速成长的AI应用市场提供涵盖AI服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。（WIND）

明阳电路：九江PCB生产基地扩产及年产36万平米高频高速PCB项目结项
12月17日，据明阳电路公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”均已建设完毕，达到了预定可使用状态。（证券之星）


大族数控：赴香港上市，获中国证监会备案通知书
2025年12月18日，A股上市公大族数控发布公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市大族数控科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。（每日经济新闻）

福斯特4.46亿元总部胶膜项目延期至2026年底，优先保障海外产能扩张
12月16日，据福斯特发布公告称，公司决定将"年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目"的建设期延长至2026年12月。该项目计划投入募集资金4.46亿元，占"福22转债"总募资净额的14.75%。同时，公司宣布越南、泰国等地的3个境外胶膜项目及2个境内电子材料项目将按期结项，凸显公司优先保障海外光伏市场供应的战略调整。（证券时报）
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